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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —
Modéle du corps humain (HBM)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \

la CEl, part|C|pent
ormalisation (ISO),

organisations internationales, gouvernementales et non gouverneme
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organi

La CEl n’a prév
responsabilité p@ 3
Tous les utilisate d

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y ¢ompri exts part uliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) t de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

référencées stlig ytoirepour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits devpropriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60749-26 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, publiée en 2003, et a été
révisée en collaboration avec le comité d’études 101. Bien qu’elle ne contienne pas de
modifications techniques majeures, référence est maintenant faite, si nécessaire, a la
CEIl 61340-3-1.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/01c7aca6-6c67-41f7-bc7c-cb57f17cd7be/iec-60749-26-2006

60749-26 O |IEC:2006 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f i 3N comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Commlttees) The gt i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e elds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International ica itications,
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides t S “IEC

governmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i
with the International Organlzatlon for Standardization (ISO 3 ith congditions determined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers & S v &S possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since @ash\te i \iitee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom ion3 international use/ and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonab o.ensdre that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be i the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publication correspQnding nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no ark ng proce indi i{s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl ith p ication.

6) All users should engtre € iti i ication.

7) i

8)

9)

International Standard IEC 60749-26 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2003, and has been
revised in collaboration with technical committee 101. Whilst it does not contain any major
technical changes, reference is now made, where necessary, to IEC 61340-3-1.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/01c7aca6-6c67-41f7-bc7c-cb57f17cd7be/iec-60749-26-2006

-6 - 60749-26 O CEI:2006

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1859/FDIS 47/1871/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60749, présentées sous-le titre général
Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques peut étre
consultée sur le site web de la CEl.

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

B
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1859/FDIS 47/1871RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 60749 series, under the general titte Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods can be found on the IEC website.

the maintenance result date indicated on the IEC web site under
the data related to the specific publication. At this date, the publj

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

B
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —
Modéle du corps humain (HBM)

1 Domaine d’application

La présente partie de la CElI 60749 établit une procédure normalisée s
classification des dispositifs a semiconducteurs en fonction de leur se ilité dommages
ou de leur dégradation suite a leur exposition a des décharges éle S

modeéle de corps humain (HBM). Le but de cette norme est de four
DES HBM fiables et reproductibles de maniére que des classificati aCls suissent étre
réalisées.

Cette méthode d’essai est applicable a tous les dispesiii
classée destructive.

qui prévaut.

NOTE Certains articles de cet{g mé

2 Références nor

Les documents ofe

document. Pour les

swrit indispensables pour I'application du présent
Seule I'édition citée s’applique. Pour les références
ent de référence s’applique (y compris les éventuels

amendements.
CEI 60749-2 iconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie ibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéele de machine

CEI 61340-3-1, ostatique — Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électro-
statiques — Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le Modele du Corps
Humain (HBM)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants sont applicables.

31

dispositif en essai

DEE

dispositif a semiconducteur soumis a lI'essai de DES du HBM
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

1 Scope

ThIS part of IEC 60749 estabhshes a standard procedure for testing ad classifying
to a defined human body model (HBM) electrostatic discharge (

provide reliable, repeatable HBM ESD test results so that accura
performed.

, the machine model
the IEC 60749 series.

of the referenced x\s{’oc’
IEC 60749-27, Semj

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

31

device under test

DUT

semiconductor product subjected to HBM ESD test
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